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摘要(译)

[目的]在其中电子部件和引线被树脂连接并密封的半导体器件的制造中，电子部件和引线之间的可粘合性得以改善，与模制树脂的
润湿性得以改善，粘附性得以增强，并且可靠性得以提高。 改善。 [结构]在大气压或其附近的压力下向电极3施加电压，以使从气
体供给装置4供给的气体中的气体放电。 电子部件6和引线7中的至少一个暴露于由该气体放电产生的气体活化物质。 [效果]可以在
不需要减压环境的情况下使装置紧凑且可移动，成本低，加工能力高，对被加工材料的损害小，并且可以根据需要进行局部表面处
理。 我可以
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